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RD33774ADSTEVBは、エレクトリカル・トランスポート・プロトコル・リンク (ETPL) 通信
を使用する分散型セル・モニタリング・ユニット (CMU) のリファレンス・デザインです。高電
圧バッテリー・マネジメント・システム (HVBMS) のハードウェアとソフトウェアの迅速なプ
ロトタイプ作成に最適です。このボードは、デイジー・チェーン構成の1個のMC33774Aアナロ
グ・フロント・エンド (AFE) を搭載しています。



絶縁ETPLデイジー・チェーン通信を使用するMC33774A向け評価ボード Block Diagram
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